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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明な基材フィルムと、
　前記基材フィルムの一方の側の面上に設けられた複数の第１透明導電体と、
　前記基材フィルムの他方の側の面上に設けられた複数の第２透明導電体と、
　前記複数の第１透明導電体および前記複数の第２透明導電体の少なくとも一方の複数の
透明導電体の各々の一部分上のみに設けられ、前記少なくとも一方の透明導電体をなす材
料よりも高い導電率を有する材料からなる取出導電体と、を備え、
　前記少なくとも一方の透明導電体の前記一部分は線状に形成され、前記取出導電体は当
該一部分上を線状に延び、前記少なくとも一方の透明導電体の前記一部分および前記取出
導電体が前記基材フィルム上を延びる配線を形成している
ことを特徴とするタッチパネルセンサ。
【請求項２】
　線状に延びる前記取出導電体の幅は、当該取出導電体が重ねられている前記少なくとも
一方の透明導電体の前記一部分での幅よりも狭い
ことを特徴とする請求項１に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項３】
　前記基材フィルムは、タッチ位置を検出され得る領域に対応するアクティブエリアと、
前記アクティブエリアに隣接する非アクティブエリアと、を含み、
　前記取出導電体は、前記非アクティブエリアに配置されている
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ことを特徴とする請求項１または２に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項４】
　前記第１透明導電体は、前記基材フィルムの前記アクティブエリアに配置されたセンサ
部と、前記センサ部に連結され前記基材フィルムの前記非アクティブエリアに配置された
端子部と、を有し、
　前記第２透明導電体は、前記基材フィルムの前記アクティブエリアに配置されたセンサ
部と、前記センサ部に連結され前記基材フィルムの前記非アクティブエリアに配置された
端子部と、を有し、
　前記取出導電体は、前記少なくとも一方の透明導電体の前記端子部上に配置されている
ことを特徴とする請求項３に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項５】
　投影型容量結合方式のタッチパネルセンサにおいて、
　タッチ位置を検出され得る領域に対応するアクティブエリアと、前記アクティブエリア
に隣接する非アクティブエリアと、を含む透明な基材フィルムと、
　前記基材フィルムの一方の側の面上に設けられた複数の線状導電体からなる第１透明導
電体であって、前記基材フィルムの前記アクティブエリアに配置されたセンサ部と、前記
センサ部に連結され前記基材フィルムの前記非アクティブエリアに配置された端子部と、
を有する第１透明導電体と、
　前記基材フィルムの他方の側の面上に設けられた複数の線状導電体からなる第２透明導
電体であって、前記基材フィルムの前記アクティブエリアに配置されたセンサ部と、前記
センサ部に連結され前記基材フィルムの前記非アクティブエリアに配置された端子部と、
を有する第２透明導電体と、
　前記第１透明導電体および前記第２透明導電体の少なくとも一方の透明導電体を構成す
る各線状導電体の一部分上のみに設けられ、前記少なくとも一方の透明導電体をなす材料
よりも高い導電率を有する材料からなる取出導電体と、を備え、
　前記少なくとも一方の透明導電体の前記一部分は、当該少なくとも一方の透明導電体の
前記端子部に位置し、
　前記少なくとも一方の透明導電体の前記一部分は線状に形成され、前記取出導電体は当
該一部分上を線状に延び、前記少なくとも一方の透明導電体の前記一部分および前記取出
導電体が前記基材フィルム上を延びる配線を形成している
ことを特徴とするタッチパネルセンサ。
【請求項６】
　線状に延びる前記取出導電体の幅は、当該取出導電体が重ねられている前記少なくとも
一方の透明導電体の前記一部分での幅よりも狭い
ことを特徴とする請求項５に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項７】
　前記非アクティブエリアは、前記アクティブエリアの端縁に沿って延びる領域であり、
　前記少なくとも一方の透明導電体の前記一部分および前記取出導電体によって形成され
る各配線は、その少なくとも一部分において、前記非アクティブエリア内を当該前記非ア
クティブエリアと隣接するアクティブエリアの端縁に沿って延びている
ことを特徴とする請求項３～６のいずれか一項に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項８】
　前記取出導電体は、前記透明導電体の前記一部分のパターンと同一のパターンで形成さ
れている
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項９】
　前記第１透明導電体上に第１の取出導電体が設けられ、前記第２透明導電体上に第２の
取出導電体が設けられている
ことを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項１０】
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　各第１透明導電体および当該第１透明導電体上の第１取出導電体によって形成される各
配線および各第２透明導電体および当該第２透明導電体上の第２取出導電体によって形成
される各配線は、すべて、前記基材フィルムの同一の端辺へ延びている
ことを特徴とする請求項９に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項１１】
　前記取出導電体は遮光性を有する
ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項１２】
　前記取出導体は、前記基材フィルムから離間して、前記少なくとも一方の透明導電体上
に設けられている
ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載のタッチパネルセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルセンサ、タッチパネルセンサを作製するための積層体（ブラン
クス）、並びに、タッチパネルセンサの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、入力手段として、タッチパネル装置が広く用いられている。タッチパネル装置は
、タッチパネルセンサ、タッチパネルセンサ上への接触位置を検出する制御回路、配線お
よびＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）を含んでいる。タッチパネル装置は、多くの場
合、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等の表示装置が組み込まれた種々の装置等
（例えば、券売機、ＡＴＭ装置、携帯電話、ゲーム機）に対する入力手段として、表示装
置とともに用いられている。このような装置において、タッチパネルセンサは表示装置の
表示面上に配置され、これにより、タッチパネル装置は表示装置に対する極めて直接的な
入力を可能にする。タッチパネルセンサのうちの表示装置の表示領域に対面する領域は透
明になっており、タッチパネルセンサのこの領域が、接触位置（接近位置）を検出し得る
アクティブエリアを構成するようになる。
【０００３】
　タッチパネル装置は、タッチパネルセンサ上への接触位置（接近位置）を検出する原理
に基づいて、種々の形式に区別され得る。昨今では、光学的に明るいこと、意匠性がある
こと、構造が容易であること、機能的にも優れていること等の理由から、容量結合方式の
タッチパネル装置が注目されている。容量結合方式のタッチパネル装置においては、位置
を検知されるべき外部導体（典型的には、指）が誘電体を介してタッチセンサに接触（接
近）することにより、新たに奇生容量が発生し、この静電容量の変化を利用して、タッチ
パネルセンサ上における対象物の位置を検出するようになっている。容量結合方式には表
面型と投影型とがあるが、マルチタッチの認識（多点認識）への対応に適していることか
ら、投影型が注目を浴びている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　投影型容量結合方式のタッチパネルセンサは、誘電体と、誘電体の両側に異なるパター
ンでそれぞれ形成された第１センサ電極および第２センサ電極と、を有している。典型的
には、第１センサ電極および第２センサ電極は、それぞれ格子状に配列された導電体を有
し、外部導体（典型的には、指）がタッチパネルセンサに接触または接近した際に生じる
、電磁的な変化または静電容量の変化に基づき、導電体の位置を検出するようになってい
る。
【０００５】
　このような投影型容量結合方式のタッチパネルセンサは、一般的に、第１センサ電極が
形成された第１の基材フィルムと、第２センサ電極が形成された第２の基材フィルムと、
を接着層により接合することによって、作製されている（例えば、特許文献２）。作製さ
れたタッチパネルセンサにおいて、第１センサ電極および第２センサ電極は、基材フィル
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ムのアクティブエリア外の領域に形成された取出配線（取出用の導電体）を介して、外部
の制御回路に接続される。タッチパネル装置が表示装置とともに用いられる場合、第１セ
ンサ電極および第２センサ電極は、導電率（電気伝導率）の低い透明導電材料から形成さ
れる。その一方で、アクティブエリア外に配置される取出配線は、透明である必要はなく
、一般的に、高い導電率を有した金属材料をスクリーン印刷で基材フィルム上に印刷する
ことにより形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５３０４４号公報
【特許文献２】特開平４－２６４６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、昨今においては、タッチパネル装置およびタッチパネルセンサに対して、薄
型化および光学特性の向上が要望されている。しかしながら、上述した作製方法で作製さ
れるタッチパネルセンサにおいては、二枚のフィルムが貼り合わされるため、厚みが厚く
なるだけでなく、透過光に対して光学的作用を及ぼし得る界面の数を増やしてしまう。こ
の結果、表示装置からの映像光の透過率を低下させてしまうとともに、表示装置が表示す
る映像の画質を劣化させてしまう。
【０００８】
　また、投影型容量結合方式のタッチパネルセンサにおいて接触位置（接近位置）の検出
精度を向上させるためには、第１センサ電極部および第２センサ電極部を互いに対して精
度良く位置決めすることが必要となる。しかしながら、上述した作製方法で作製されるタ
ッチパネルセンサ、すなわち、センサ電極部を形成された二枚のフィルムを貼り合わせる
ことによって作製されるタッチパネルセンサにおいては、第１基材フィルムおよび第２基
材フィルムを互いに対して精度良く位置決めすることは困難である。
【０００９】
　これに対して、特許文献１では、一枚の基材フィルムの両面に、フォトリソグラフィー
技術を用いてセンサ電極をそれぞれ所望のパターンで形成する方法が開示されている。こ
の方法では、基材フィルムを透過しない遠紫外線が、基材フィルムの両側に形成されたレ
ジスト膜を露光するための光として採用されるとともに、基材フィルムとして遠紫外線を
遮光する機能を有したフィルムが用いられている。これにより、二枚のレジスト膜を互い
に異なるパターンで同時露光することが可能となり、一枚の基材フィルムの両面に異なる
パターンのセンサ電極を形成することが可能となっている。
【００１０】
　ところが、実際に用いられている露光光源は、遠紫外線以外の波長成分の光も発する。
確かに、異なるパターンのセンサ電極部を形成するため、特定波長成分の光のみを透過さ
せるフィルタや特殊な光源を用いること等により、遠紫外線光のみを照射することも可能
ではある。ただしこの場合、タッチパネルセンサの製造コストが大幅に上昇してしまう。
つまり、市販されるタッチパネルセンサの実生産に特許文献１に開示された方法を適用し
てセンサ電極の作製精度を向上させることは、製造コスト上の問題から現実的でない。
【００１１】
　さらに、昨今においては、意匠性を向上させる目的、並びに、表示装置の表示領域を拡
大させる目的から、表示領域の周囲を取り囲む額縁領域と呼ばれる領域を小面積化するこ
とが求められている。これにともなって、タッチパネルセンサのアクティブエリア以外の
非アクティブエリアを小面積化することが要望されている。しかしながら、現在使用され
ている種々の製造方法（例えば、上述したスクリーン印刷）では、非アクティブエリアに
取出配線を十分に高精細に形成することはできない。
【００１２】
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　加えて、薄型フィルム材からなる基材フィルムは、使用中に撓む等して変形する。この
ような変形に起因して、透明導電体と取出用の導電体とが物理的に離間して、センサ電極
と取出配線との間の導通が遮断されてしまうこともある。
【００１３】
　本発明は、以上のような種々の問題点を効果的に解決し得るタッチパネルセンサ、この
タッチパネルセンサを作製するための積層体、並びに、このタッチパネルセンサの製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によるタッチパネルセンサは、透明な基材フィルムと、前記基材フィルムの一方
の側の面上に設けられた第１透明導電体と、前記基材フィルムの他方の側の面上に設けら
れた第２透明導電体と、前記第１透明導電体および前記第２透明導電体の少なくとも一方
の透明導電体の一部分上に設けられ、前記少なくとも一方の透明導電体をなす材料よりも
高い導電率を有する材料からなる取出導電体と、を備え、前記少なくとも一方の透明導電
体の前記一部分は線状に形成され、前記取出導電体は当該一部分上を線状に延びているこ
とを特徴とする。
【００１５】
　本発明によるタッチパネルセンサにおいて、前記取出導電体は、前記透明導電体の前記
一部分のパターンと同一のパターンで形成されていてもよい。
【００１６】
　また、本発明によるタッチパネルセンサにおいて、前記第１透明導電体上に第１の取出
導電体が設けられ、前記第２透明導電体上に第２の取出導電体が設けられていてもよい。
【００１７】
　さらに、本発明によるタッチパネルセンサにおいて、前記取出導電体は遮光性を有して
もよい。
【００１８】
　さらに、本発明によるタッチパネルセンサにおいて、前記取出導電体は、前記基材フィ
ルムから離間して、前記少なくとも一方の透明導電体上に設けられていてもよい。
【００１９】
　さらに、本発明によるタッチパネルセンサにおいて、前記基材フィルムは、タッチ位置
を検出され得る領域に対応するアクティブエリアと、前記アクティブエリアに隣接する非
アクティブエリアと、を含み、前記取出導電体は、前記非アクティブエリアに配置されて
いてもよい。このような本発明によるタッチパネル線センサにおいて、前記第１透明導電
体は、前記基材フィルムの前記アクティブエリアに配置されたセンサ部と、前記センサ部
に連結され前記基材フィルムの前記非アクティブエリアに配置された端子部と、を有し、
前記第２透明導電体は、前記基材フィルムの前記アクティブエリアに配置されたセンサ部
と、前記センサ部に連結され前記基材フィルムの前記非アクティブエリアに配置された端
子部と、を有し、前記取出導電体は、前記少なくとも一方の透明導電体の前記端子部上に
配置されていてもよい。
【００２０】
　本発明によるタッチパネルセンサの製造方法は、透明な基材フィルムと、前記基材フィ
ルムの一方の側の面上に設けられた第１透明導電層と、前記基材フィルムの他方の側の面
上に設けられた第２透明導電層と、前記第１透明導電層および前記第２透明導電層の少な
くとも一方の透明導電層上に設けられ遮光性および導電性を有する遮光導電層と、を有す
る積層体の一方の側の面上に感光性を有する第１感光層を形成し、前記積層体の他方の側
の面上に感光性を有する第２感光層を形成する工程と、前記第１感光層上に第１マスクを
配置するとともに前記第２感光層上に第２マスクを配置した状態で、前記第１感光層およ
び前記第２感光層を互いに異なるパターンで同時に露光する工程と、前記第１感光層およ
び前記第２感光層を現像してパターニングする工程と、パターニングされた前記感光層を
マスクとして前記遮光導電層をエッチングして、前記遮光導電層をパターニングする工程
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と、前記パターニングされた感光層および前記パターニングされた遮光導電層をマスクと
して、前記第１透明導電層および前記第２透明導電層をエッチングして、前記第１透明導
電層および前記第２透明導電層を互いに異なるパターンにパターニングする工程と、前記
パターニングされた第１感光層および第２感光層を除去する工程と、前記パターニングさ
れた遮光導電層上にさらなる感光層を形成する工程と、前記さらなる感光層を露光する工
程と、前記さらなる感光層を現像してパターニングする工程と、前記パターニングされた
さらなる感光層をマスクとして前記パターニングされた遮光導電層をエッチングして、前
記パターニングされた遮光導電層の一部分を除去する工程と、前記パターニングされたさ
らなる感光層を除去する工程と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
　本発明によるタッチパネルセンサの製造方法が、アニール処理を行うことによって、ア
モルファス状の前記第１透明導電層および前記第２透明導電層の結晶化を進める工程を、
さらに備え、前記透明導電層の結晶化を進める工程は、前記透明導電層をパターニングす
る工程よりも後であって、前記パターニングされた遮光導電層の一部分を除去する工程よ
りも前に実施されてもよい。このような本発明によるタッチパネルセンサの製造方法にお
いて、前記遮光導電層は銀を主成分として含むようにしてもよい。
【００２２】
　また、本発明によるタッチパネルセンサの製造方法の前記第１感光層および前記第２感
光層を露光する工程において、前記第１マスクに設けられたアライメントマークおよび前
記第２マスクに設けられたアライメントマークを基準として、前記第１マスクおよび前記
第２マスクが互いに対して位置決めされてもよい。
【００２３】
　さらに、本発明によるタッチパネルセンサの製造方法の前記遮光導電層をパターニング
する工程において、前記遮光導電層にアライメントマークが形成され、前記さらなる感光
層を露光する工程において、前記遮光導電層に形成されたアライメントマークを基準とし
て、前記さらなる感光層を露光するためのマスクが位置決めされてもよい。
【００２４】
　さらに、本発明によるタッチパネルセンサの製造方法において、前記積層体において、
前記１導電層上に第１の遮光導電層が積層されているとともに、前記２導電層上に第２の
遮光導電層が積層されており、前記遮光導電層をパターニングする工程において、前記第
１遮光導電層および前記第２遮光導電層は互いに異なるパターンにパターニングされ、前
記さらなる感光層を形成する工程において、前記第１遮光導電層上に第３の感光層が形成
されるとともに、前記第２遮光導電層上に第４の感光層が形成され、前記さらなる感光層
を露光する工程において、前記第３感光層上に第３マスクを配置するとともに前記第４感
光層上に第４マスクを配置した状態で、前記第３感光層および前記第４感光層が同時に露
光されるようにしてもよい。
【００２５】
　さらに、本発明によるタッチパネルセンサの製造方法において、前記遮光導電層は、前
記少なくとも一方の透明導電層をなす材料よりも高い導電率を有した材料から形成されて
いてもよい。
【００２６】
　本発明による積層体は、タッチパネルセンサを作製するために用いられる積層体であっ
て、透明な基材フィルムと、前記基材フィルムの一方の側の面上に設けられた第１透明導
電層と、前記基材フィルムの他方の側の面上に設けられた第２透明導電層と、前記第１透
明導電層および前記第２透明導電層の少なくとも一方の透明導電層上に設けられ、遮光性
および導電性を有する遮光導電層と、を備えることを特徴とする。
【００２７】
　本発明による積層体において、前記遮光導電層は、前記少なくとも一方の透明導電層を
なす材料よりも高い導電率を有した材料から形成されていてもよい。
【００２８】
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　また、本発明による積層体において、前記第１透明導電層上に第１の遮光導電層が設け
られ、前記第２透明導電層上に第２の遮光導電層が設けられていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明による一実施の形態を説明するための図であって、タッチパネル
装置を表示装置とともに概略的に示す図である。
【図２】図２は、図１のタッチパネル装置のタッチパネルセンサを表示装置ともに示す断
面図である。なお、図２に示された断面は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面に概ね対応
している。
【図３Ａ】図３Ａは、タッチパネル装置のタッチパネルセンサを示す上面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３ＡのＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図である。
【図４】図４（ａ）および図４（ｂ）は、タッチパネルセンサに含まれる基材フィルムの
具体例を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｃ】図５Ｃは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｄ】図５Ｄは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｅ】図５Ｅは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｆ】図５Ｆは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｇ】図５Ｇは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｈ】図５Ｈは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｉ】図５Ｉは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｊ】図５Ｊは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｋ】図５Ｋは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図５Ｌ】図５Ｌは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６】図６は、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図７】図７は、図７は、図５Ｆに示された工程におけるエッチングの進行を説明するた
めの図である。
【図８Ａ】図８Ａは、図５Ｉ（ａ）に対応する図であって、タッチパネルセンサの製造方
法の一変形例を説明するための図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図５Ｊ（ａ）に対応する図であって、タッチパネルセンサの製造方
法の一変形例を説明するための図である。
【図９】図９（ａ）および図９（ｂ）は、図５Ｃ（ａ）および図５Ｃ（ｂ）にそれぞれ対
応刷る図であって、タッチパネルセンサの製造方法の一変形例を説明するための図である
。
【図１０】図１０は、図３に対応する図であって、透明導電体の変形例を説明するための
図である。
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【図１１】図１１は、図３Ｂに対応する図であって、従来のタッチパネルセンサを示す断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。
【００３１】
　なお、本明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺
および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。
【００３２】
　また、本件において、「シート」、「フィルム」、「板」の用語は、呼称の違いのみに
基づいて、互いから区別されるものではない。したがって、例えば、「シート」はフィル
ムや板等とも呼ばれ得るような部材や部分も含む概念である。
【００３３】
　図１～図６は本発明による一実施の形態を説明するための図である。このうち図１はタ
ッチパネル装置を表示装置とともに概略的に示す図であり、図２は図１のタッチパネル装
置を表示装置とともに示す断面図であり、図３Ａおよび図３Ｂはタッチパネル装置のタッ
チパネルセンサを示す上面図および断面図であり、図４はタッチパネルセンサの具体例を
説明するための図である。また、図５Ａ～図５Ｌは、図３のタッチパネルセンサを製造す
るための製造方法を説明するための図である。さらに、図６は、図３のタッチパネルセン
サの製造方法を説明するためのフローチャートである。
【００３４】
　図１～図３Ｂに示されたタッチパネル装置２０は、投影型の静電容量結合方式として構
成され、タッチパネル装置への外部導体（例えば、人間の指）の接触位置を検出可能に構
成されている。なお、静電容量結合方式のタッチパネル装置１０の検出感度が優れている
場合には、外部導体がタッチパネル装置に接近しただけで当該外部導体がタッチパネル装
置のどの領域に接近しているかを検出することができる。このような現象にともなって、
ここで用いる「接触位置」とは、実際には接触していないが位置を検出され得る接近位置
を含む概念とする。
【００３５】
　図１および図２に示すように、タッチパネル装置２０は、表示装置（例えば液晶表示装
置）１５とともに組み合わせられて用いられ、入出力装置１０を構成している。図示され
た表示装置１５は、フラットパネルディスプレイとして構成されている。表示装置１５は
、表示面１６ａを有した表示パネル１６と、表示パネル１６に接続された表示制御部１７
と、を有している。表示パネル１６は、映像を表示することができる表示領域Ａ１と、表
示領域Ａ１を取り囲むようにして表示領域Ａ１の外側に配置された非表示領域（額縁領域
とも呼ばれる）Ａ２と、を含んでいる。表示制御部１７は、表示されるべき映像に関する
情報を処理し、映像情報に基づいて表示パネル１６を駆動する。表示パネル１６は、表示
制御部１７の制御信号により、所定の映像を表示面１６ａに表示するようになる。すなわ
ち、表示装置１５は、文字や図等の情報を映像として出力する出力装置として役割を担っ
ている。
【００３６】
　一方、タッチパネル装置２０は、表示装置１０の表示面１６ａ上に配置されたタッチパ
ネルセンサ３０と、タッチパネルセンサ３０に接続された検出制御部２５と、を有してい
る。図２に示すように、タッチパネルセンサ３０は、表示装置１０の表示面１６ａ上に接
着層１９を介して接着されている。上述したように、タッチパネル装置２０は、投影型容
量結合方式のタッチパネル装置として構成されており、情報を入力する入力装置としての
役割を担っている。
【００３７】
　また、図２に示すように、タッチパネル装置２０は、タッチパネルセンサ３０の観察者
側、すなわち、表示装置１０とは反対の側に、誘電体として機能する透光性を有した保護
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カバー１２をさらに有している。保護カバー１２は、タッチパネルセンサ３０上に接着層
１４を介して接着されている。この保護カバー１２は、タッチパネル装置２０への入力面
（タッチ面、接触面）として機能するようになる。つまり、保護カバー１２に導体、例え
ば人間の指５を接触させることにより、タッチパネル装置２０に対して外部から情報を入
力することができるようになっている。また、保護カバー１２は、入出力装置１０の最観
察者側面をなしており、入出力装置１０において、タッチパネル装置２０および表示装置
１５を外部から保護するカバーとしても機能する。
【００３８】
　なお、上述した接着層１４，１９としては、種々の接着性を有した材料からなる層を用
いることができる。また、本明細書において、「接着（層）」は粘着（層）をも含む概念
として用いる。
【００３９】
　タッチパネル装置２０の検出制御部２５は、タッチパネルセンサ３０に接続され、保護
カバー１２を介して入力された情報を処理する。具体的には、検出制御部２５は、保護カ
バー１２へ導体（典型的には、人間の指）５が接触している際に、保護カバー１２への導
体５の接触位置を特定し得るように構成された回路（検出回路）を含んでいる。また、検
出制御部２５は、表示装置１５の表示制御部１７と接続され、処理した入力情報を表示制
御部１７へ送信することもできる。この際、表示制御部１７は、入力情報に基づいた映像
情報を作成し、入力情報に対応した映像を表示パネル１６に表示させることができる。
【００４０】
　なお、「容量結合」方式および「投影型」の容量結合方式との用語は、タッチパネルの
技術分野で用いられる際の意味と同様の意味を有するものとして、本件においても用いて
いる。なお、「容量結合」方式は、タッチパネルの技術分野において「静電容量」方式や
「静電容量結合」方式等とも呼ばれており、本件では、これらの「静電容量」方式や「静
電容量結合」方式等と同義の用語として取り扱う。典型的な静電容量結合方式のタッチパ
ネル装置は導電体層を含んでおり、外部の導体（典型的には人間の指）がタッチパネルに
接触することにより、外部の導体とタッチパネル装置の導電体層との間でコンデンサ（静
電容量）が形成されるようになる。そして、このコンデンサの形成にともなった電気的な
状態の変化に基づき、タッチパネル上において外部導体が接触している位置の位置座標が
特定されるようになる。また、「投影型」の容量結合方式は、タッチパネルの技術分野に
おいて「投影式」の容量結合方式等とも呼ばれており、本件では、この「投影式」の容量
結合方式等と同義の用語として取り扱う。「投影型」の容量結合方式とは、典型的には、
格子状に配列されたセンサ電極を有し、膜状の電極を有する「表面型」の容量結合方式と
対比され得る。
【００４１】
　図２および図３によく示されているように、タッチパネルセンサ３０は、基材フィルム
３２と、基材フィルム３２の一方の側（観察者側）の面３２ａ上に所定のパターンで設け
られた第１透明導電体４０と、基材フィルム３２の他方の側（表示装置１５の側）の面３
２ｂ上に所定のパターンで設けられた第２透明導電体４５と、を有している。また、図３
に示すように、タッチパネルセンサ３０は、第１透明導電体４０の一部分上に設けられた
第１取出導電体４３と、第２透明導電体４５の一部分上に設けられた第１取出導電体４８
と、をさらに有している。
【００４２】
　基材フィルム３２は、タッチパネルセンサ２０において誘電体として機能し、例えば、
ＰＥＴフィルム（ポリエチレンテレフタレートフィルム）から構成され得る。図３に示す
ように、基材フィルム３２は、タッチ位置を検出され得る領域に対応するアクティブエリ
アＡａ１と、アクティブエリアＡａ１に隣接する非アクティブエリアＡａ２と、を含んで
いる。図１に示すように、タッチパネルセンサ３０のアクティブエリアＡａ１は、表示装
置１５の表示領域Ａ１に対面する領域を占めている。一方、非アクティブエリアＡａ２は
、矩形状のアクティブエリアＡａ１を四方から周状に取り囲むように、言い換えると、額



(10) JP 4826970 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

縁状に形成されている。この非アクティブエリアＡａ２は、表示装置１５の非表示領域Ａ
２に対面する領域に形成されている。
【００４３】
　基材フィルム３２のアクティブエリアＡａ１上には、外部導体５との間で容量結合を形
成し得るセンサ電極３７ａが設けられている。一方、基材フィルム３２の非アクティブエ
リアＡａ２上には、センサ電極３７ａに接続された取出配線３７ｂが設けられている。取
出配線３７ｂは、その一端においてセンサ電極３７ａに接続され、また、その他端におい
て、外部導体の表示面１２への接触位置を検出するように構成された検出制御部２５の検
出回路に電気的に接続されている。本実施の形態においては、図３に示すように、基材フ
ィルム３２のアクティブエリアＡａ１上に、第１透明導電体４０および第２透明導電体４
５の一部分のみが配置されており、この第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の
一部分によって、センサ電極３７ａが形成されている。基材フィルム３２、第１透明導電
体４０および第２透明導電体４５は、透光性を有しており、観察者は、これらを介して、
表示装置１５に表示された映像を観察することができる。
【００４４】
　なお、本実施の形態において、基材フィルム３２は、単一体としてのフィルムによって
形成されている。ここで「単一体」とは、二以上に分離不可能なことを意味している。し
たがって、単一体としてのフィルムとは、接着層を介して接合されてなる複数枚のフィル
ムの接合体を含まない。その一方で、フィルム本体と、フィルム本体の一方の面上または
両方の面上に例えばスパッタリング等により分離不可能（ただし、除去は可能）に成膜さ
れた機能膜と、を含む基材フィルムは、ここでいう単一体からなるフィルムに該当する。
図４（ａ）および図４（ｂ）には、機能膜とフィルム本体とからなる基材フィルムの一例
が示されている。
【００４５】
　図４（ａ）に示す例において、基材フィルム３２は、樹脂（例えば、ＰＥＴ）からなる
フィルム本体３３と、フィルム本体３３の一方または両方の面上に形成されたインデック
スマッチング膜３４と、を有している。インデックスマッチング膜３４は、交互に配置さ
れた複数の高屈折率膜３４ａおよび低屈折率膜３４ｂを含んでいる。このインデックスマ
ッチング膜３４によれば、基材フィルム３２のフィルム本体３３と透明導電体４０，４５
との屈折率が大きく異なっていたとしても、基材フィルム３２上の透明導電体４０，４５
が設けられている領域と、設けられていない領域と、で反射率が大きく変化してしまうこ
とを防止することができる。
【００４６】
　また、図４（ｂ）に示す例において、基材フィルム３２は、樹脂（例えば、ＰＥＴ）か
らなるフィルム本体３３と、フィルム本体３３の一方または両方の面上に形成された低屈
折率膜３５と、を有している。この低屈折率膜３５によれば、基材フィルム３２のフィル
ム本体３３と透明導電体４０，４５との屈折率が大きく異なっていたとしても、基材フィ
ルム３２上の透明導電体４０，４５が設けられている領域と、設けられていない領域と、
で透過率のスペクトル特性が大きく変化してしまうことを防止し、各波長域で均一な透過
率を実現することが可能となる。
【００４７】
　次に、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５についてさらに詳述する。
【００４８】
　第１透明導電体４０および第２透明導電体４５は、導電性を有した材料（例えば、ＩＴ
Ｏ（酸化インジウムスズ））から形成され、外部導体５の保護カバー１２への接触位置を
検出するように構成された検出制御部２５の検出回路に電気的に接続されている。第１透
明導電体４０は、基材フィルム３２のアクティブエリアＡａ１に配置された多数の第１セ
ンサ部（第１センサ導電体、センサ電極）４１と、各第１センサ部４１にそれぞれ連結さ
れ基材フィルム３２の非アクティブエリアＡａ２に配置された多数の第１端子部（第１端
子導電体）４２と、を有している。同様に、第２透明導電体４５は、基材フィルム３２の
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アクティブエリアＡａ１に配置された多数の第２センサ部（第２センサ導電体、センサ電
極）４６と、各第２センサ部４６にそれぞれ連結され基材フィルム３２の非アクティブエ
リアＡａ２に配置された多数の第２端子部（第２端子導電体）４７と、を有している。
【００４９】
　第１透明導電体４０の第１センサ部４１は、基材フィルム３２の一方の側（観察者側）
の面３２ａ上に所定のパターンで配置されている。また、第２透明導電体４５の第２セン
サ部４６は、基材フィルム３２の他方の側（表示装置１５の側）の面３２ｂ上に、第１透
明導電体４０の第１センサ部４１のパターンとは異なる所定のパターンで配置されている
。より具体的には、図３に示すように、第１透明導電体４０の第１センサ部４１は、基材
フィルム３２のフィルム面に沿った一方向に並べて配列された線状導電体として構成され
ている。また、第２透明導電体４５の第２センサ部４６は、前記一方向と交差する基材フ
ィルム３２のフィルム面に沿った他方向に並べて配列された線状導電体として構成されて
いる。本実施の形態において、第１センサ部４１の配列方向である一方向と、第２センサ
部４６の配列方向である他方向と、は基材フィルム３２のフィルム面上において直交して
いる。
【００５０】
　図３に示すように、第１センサ部４１をなす線状導電体の各々は、その配列方向（前記
一方向）と交差する方向に線状に延びている。同様に、第２センサ部４６をなす線状導電
体の各々は、その配列方向（前記他方向）と交差する方向に線状に延びている。とりわけ
図示する例において、第１センサ部４１は、その配列方向（前記一方向）と直交する方向
（前記他方向）に沿って直線状に延びており、第２センサ部４６は、その配列方向（前記
他方向）と直交する方向（前記一方向）に沿って直線状に延びている。
【００５１】
　本実施の形態において、各第１センサ部４１は、直線状に延びるライン部４１ａと、ラ
イン部４１ａから膨出した膨出部４１ｂと、を有している。図示する例において、ライン
部４１ａは、第１センサ部４１の配列方向と交差する方向に沿って直線状に延びている。
膨出部４１ｂは、基材フィルム３２のフィルム面に沿ってライン部４１ａから膨らみ出て
いる部分である。したがって、各第１センサ部４１の幅は、膨出部４１ｂが設けられてい
る部分において太くなっている。図３に示すように、本実施の形態において、各第１セン
サ部４１は、膨出部４１ｂにおいて平面視略正方形形状の外輪郭を有するようになってい
る。
【００５２】
　第２透明導電体４５に含まれる第２センサ部４６も、第１透明導電体４０に含まれる第
１センサ部４１と同様に構成されている。すなわち、第２透明導電体４５に含まれる各第
２センサ４６は、直線状に延びるライン部４６ａと、ライン部４６ａから膨出した膨出部
４６ｂと、を有している。図示する例において、ライン部４６ａは、第２センサ部４６の
配列方向と交差する方向に沿って直線状に延びている。膨出部４６ｂは、基材フィルム３
２のフィルム面に沿ってライン部４６ａから膨らみ出ている部分である。したがって、各
第２センサ部４６の幅は、膨出部４６ｂが設けられている部分において太くなっている。
図３に示すように、本実施の形態において、各第２センサ部４６は、膨出部４６ｂにおい
て平面視略正方形形状の外輪郭を有するようになっている。
【００５３】
　なお、図３に示すように、基材フィルム３２のフィルム面の法線方向から観察した場合
（すなわち、平面視において）、第１透明導電体４０に含まれる各第１センサ部４１は、
第２透明導電体４５に含まれる多数の第２センサ部４６と交差している。そして、図３に
示すように、第１透明導電体４０の膨出部４１ｂは、第１センサ部４１上において、隣り
合う二つの第２センサ部４６との交差点の間に配置されている。同様に、基材フィルム３
２のフィルム面の法線方向から観察した場合、第２透明導電体４５に含まれる各第２セン
サ部４６は、第１透明導電体４０に含まれる多数の第１センサ部４１と交差している。そ
して、第２透明導電体４５の膨出部４６ｂも、第２センサ部４６上において、隣り合う二
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つの第１センサ部４１との交差点の間に配置されている。さらに、本実施の形態において
、第１透明導電体４０に含まれる第１センサ部４１の膨出部４１ｂと、第２透明導電体４
５に含まれる第２センサ部４６の膨出部４６ｂとは、基材フィルム３２のフィルム面の法
線方向から観察した場合に重ならないように配置されている。つまり、基材フィルム３２
のフィルム面の法線方向から観察した場合、第１透明導電体４０に含まれる第１センサ部
４１と第２透明導電体４５に含まれる第２センサ部４６とは、各センサ部４１，４６のラ
イン部４１ａ、４６ａのみにおいて交わっている。
【００５４】
　上述したように、第１透明導電体４０は、このような第１センサ部４１に連結された第
１端子部４２を有している。第１端子部４２は、第１センサ部４１の各々に対し、接触位
置の検出方法に応じて一つまたは二つ設けられている。各第１端子部４２は、対応する第
１センサ部４１の端部からそれぞれ線状に延び出している。同様に、第２透明導電体４５
は、第２センサ部４６に連結された第２端子部４７を有している。第２端子部４７は、第
２センサ部４６の各々に対し、接触位置の検出方法に応じて一つまたは二つ設けられてい
る。各第２端子部４７は、対応する第２センサ部４６の端部からそれぞれ線状に延び出し
ている。図３に示すように、本実施の形態において、第１端子部４２は第１センサ部４１
と同一の材料から一体的に形成され、第２端子部４７は第１センサ部４６と同一の材料か
ら一体的に形成されている。
【００５５】
　次に、第１取出導電体４３および第２取出導電体４８について詳述する。上述したよう
に、第１取出導電体４３は、第１透明導電体４０の一部分上に配置されており、第２取出
導電体４８は、第１透明導電体４５の一部分上に配置されている。より具体的には、第１
取出導電体４３は、第１透明導電体４０の第１端子部４２の一部分上に配置されており、
第２取出導電体４８は、第２透明導電体４５の第２端子部４７の一部分上に配置されてい
る。すなわち、第１取出導電体４３は、基材フィルム３２の一方の側の面３２ａにおいて
、非アクティブエリアＡａ２に配置されており、第２取出導電体４８は、基材フィルム３
２の他方の側の面３２ｂにおいて、非アクティブエリアＡａ２に配置されている。
【００５６】
　図３Ａに示すように、第１透明導電体４０の第１端子部４２および第２透明導電体４５
の第２端子部４７は線状に形成されている。そして、第１取出導電体４３は、線状に形成
された第１端子部４２のうちの第１センサ部４１への接続箇所近傍の部分以外の部分上を
、当該部分と同一のパターンで線状に延びている。同様に、第２取出導電体４８は、線状
に形成された第２端子部４７のうちの第２センサ部４６への接続箇所近傍以外の部分上を
、当該部分と同一のパターンで線状に延びている。
【００５７】
　また、図３Ｂに示すように、第１取出導電体４３は、基材フィルム３２から離間して、
第１透明導電体４０上に配置されている。すなわち、第１取出導電体４３は基材フィルム
３２に接触していない。この結果、第１透明導電体４０の第１取出導電体４３によって覆
われている部分は、基材フィルム３２と第１取出導電体４３との間で側方に露出している
。とりわけ、本実施の形態においては、第１取出導電体４３の幅が、当該第１取出導電体
４３によって覆われている第１透明導電体４０の第１端子部４２の部分の幅と同一または
若干狭くなっている。
【００５８】
　同様に、図示は省略しているが、第２取出導電体４８も第１取出導電体４３と同様に構
成されている。すなわち、第２取出導電体４８は、基材フィルム３２から離間して第２透
明導電体４５上に配置されており、基材フィルム３２には接触していない。この結果、第
２透明導電体４５の第２取出導電体４８によって覆われている部分は、基材フィルム３２
と第２取出導電体４８との間で側方に露出している。とりわけ、本実施の形態においては
、第２取出導電体４８の幅が、当該第２取出導電体４８によって覆われている第２透明導
電体４５の第２端子部４７の部分の幅と同一または若干狭くなっている。
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【００５９】
　第１取出導電体４３は、第１透明導電体４０の第１センサ部４１からなるセンサ電極３
７ａを検出制御部２５へ接続させるための取出配線３７ｂを、第１透明導電体４０の第１
端子部４２とともに構成している。また、第２取出導電体４８は、第２透明導電体４５の
第２センサ部４６からなるセンサ電極３７ａを検出制御部２５へ接続させるための取出配
線３７ｂを、第２透明導電体４５の第２端子部４７とともに構成している。このような第
１取出導電体４３および第２取出導電体４８は非アクティブエリアＡａ２に配置されてい
ることから、透光性を有した材料から形成される必要はなく、高い導電性を有した材料か
ら形成され得る。本実施の形態においては、第１取出導電体４３および第２取出導電体４
８は、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５をなす材料よりも高い導電率（電気
伝導率）を有する材料から形成されている。具体的には、遮光性を有するとともに、ＩＴ
Ｏ等の透明導電体よりも格段に高い導電率を有する、例えばアルミニウム、モリブデン、
銀、クロム、銅等の金属材料を用いて、第１取出導電体４３および第２取出導電体４８を
形成することができる。
【００６０】
　このような構成からなるタッチパネルセンサ３０においては、取出導電体４３，４８お
よび透明導電体４０，４５の端子部４２，４７からなる取出配線３７ｂが、図示しない外
部接続配線を介し、検出制御部２５に接続される。そして、このような構成からなるタッ
チパネルセンサ３０によれば、タッチパネルセンサ３０が撓む等して変形した場合であっ
ても、以下に説明するように、取出導電体４３，４８および透明導電体４０，４５の端子
部４２，４７が互いに連結された状態に保たれ、センサ電極３７ａと検出制御部２５との
間に安定した導通を確保することができる。
【００６１】
　高い導電率を有した金属等からなる取出導電体４３，４８は、透明導電体４０，４５に
対してある程度の密着力を有するが、樹脂やガラス等からなる基材フィルム３２に対して
は低い密着力しか有さない。したがって、例えば図１１のように、高導電率導電体が樹脂
やガラス等からなる基材に接触している場合、この接触位置が剥離の起点を形成し、二点
鎖線で示すように基材が変形した際に、高導電率導電体が基材から剥離しやすくなる。と
りわけ、高導電率導電体が透明導電体を全体から被覆している場合には、高導電率導電体
および透明導電体の全体としての剛性が高くなり、基材の変形に追従して変形しにくくな
る。この点からも、基材が変形した際に、高導電率導電体が基材から剥離しやすくなる。
【００６２】
　一方、本実施の形態によれば、取出導電体４３，４８が基材フィルム３２から離間して
いるので、取出導電体４３，４８の基材フィルム３２からの剥離の基点は形成され得ない
。また、取出導電層４３，４８は、透明導電体４０，４５上に載置されているだけで、透
明導電体４０，４５を側方から被覆していない。したがって、透明導電体４０，４５は、
基材フィルム３２の変形に追従して変形しやすくなっており、透明導電体４０，４５も基
材フィルム３２から剥離し辛くなっている。これらにより、本実施の形態のタッチパネル
センサ３０によれば、タッチパネルセンサ３０が撓む等して変形したとしても、取出導電
体４３，４８および透明導電体４０，４５の端子部４２，４７が互いに連結された状態に
保たれ、センサ電極３６ａと検出制御部２５との間に安定した導通を確保することができ
る。
【００６３】
　また、図３Ｂに示すように、以上のような構成からなるタッチパネルセンサ３０におい
て、取出導電体４３，４８は、透明導電体４０，４５の端子部４２，４７上に配置されて
いるだけで、透明導電体４０，４５の端子部４２，４７の側方まで延びていない。したが
って、取出導電体４３，４８および透明導電体４０，４５の端子部４２，４７からなる取
出配線３７ｂ全体としての線幅を細くすることができる。これにより、同一の導電率の取
出配線３７ｂをより短ピッチで配置することが可能となり、取出配線３７ｂの配置スペー
ス、すなわち、非アクティブエリアＡａ２の面積を小さくすることができる。
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【００６４】
　次に、以上のような構成からなるタッチパネルセンサ３０を図６に示すフローチャート
にしたがって製造していく方法について、図５Ａ～図５Ｌを参照しながら説明する。なお
、図５Ａ～図５Ｌの各図において、図（ａ）は、作製中のタッチパネルセンサ（積層体）
を、図３ＡにおけるＶ－Ｖ線に沿った断面に対応する断面において示している。また、図
５Ａ～図５Ｌの各図において、図（ｂ）は、作製中のタッチパネルセンサ（積層体）を、
一方の側（各図（ａ）の紙面における上側）から示す上面図である。
【００６５】
　まず、図６および図５Ａに示すように、タッチパネルセンサ３０を製造するための元材
としての積層体（ブランクスとも呼ばれる）５０を準備する（工程Ｓ１）。この積層体５
０に成膜やパターニング等の処理（加工）を行っていくことにより、タッチパネルセンサ
３０が得られるようになる。
【００６６】
　図５Ａ（ａ）に示すように、本実施の形態において準備される積層体５０は、透明な基
材フィルム３２と、基材フィルム３２の一方の側の面３２ａ上に積層された第１透明導電
層５２ａと、基材フィルム３２の他方の側の面３２ｂ上に積層され透光性を有する第２透
明導電層５２ｂと、第１透明導電層５２ａ上に積層された第１遮光導電層５４ａと、第２
透明導電層５２ｂ上に積層された第２遮光導電層５４ｂと、を有している。
【００６７】
　上述したように、基材フィルム３２として、ＰＥＴフィルム等の樹脂フィルムを用いる
ことができる。また、図４（ａ）および図４（ｂ）に示すように、ＰＥＴ等の樹脂製のフ
ィルム本体３３と、フィルム本体３３の一方の面または両方の面上に形成された機能膜３
４，３５と、を有する基材フィルム３２を用いてもよい。
【００６８】
　第１透明導電層５２ａおよび第２透明導電層５２ｂは、後述するように、それぞれ、パ
ターニングされて透光性を有した第１透明導電体４０および第２透明導電体４５を形成す
るようになる。したがって、第１透明導電層５２ａおよび第２透明導電層５２ｂは、透光
性および導電性を有した材料から形成される。具体例として、第１透明導電層５２ａおよ
び第２透明導電層５２ｂは、スパッタリングによって基材フィルム３２の表面３２ａ，３
２ｂに成膜されたＩＴＯ膜として構成され得る。
【００６９】
　また、第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５４ｂは、後述するように、それぞ
れ、パターニングされて高い導電率を有する第１取出導電体４３，４８を形成するように
なる。したがって、第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５４ｂは、透明導電層５
２ａ，５２ｂをなす材料よりも高い導電率を有した材料から好適に形成される。
【００７０】
　あわせて、第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５４ｂは、後述する感光層５６
ａ，５６ｂの露光に用いられる光に対する遮光性を有する層、つまり、当該露光光を透過
させない性質を有する層である。ただし、本実施の形態においては、感光層５６ａ，５６
ｂの露光光に対してのみでなくその他の波長域の光に対する遮光性を有した層、より具体
的には、自然光に含まれ得る可視光、紫外線、赤外線等に対する遮光性を有した層として
形成されている。このような層を遮光導電層５４ａ，５４ｂとして用いれば、より確実に
露光光を遮光することを期待することができる。
【００７１】
　このような第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５４ｂをなす材料としては、種
々の材料が知られており、コスト面および加工の容易性等を考慮して、アルミニウム、モ
リブデン、銀、クロム、銅等の金属を用いることができる。金属からなる遮光層５４は、
スパッタリングによって第１導電層５２ａの一方の側（基材フィルム３２とは反対の側）
の面に成膜され得る。
【００７２】
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　なお、枚葉状の積層体５０が準備されてもよいし、あるいは、細長いウェブ状の積層体
５０、例えばロールに巻き取られた積層体５０が準備されてもよい。ただし、生産効率を
考慮すると、異なる場所で作製されるとともにロールに巻き取られた積層体５０が準備さ
れ、ロール状の積層体５０を巻き戻していくことによってウェブ状の積層体５０が供給さ
れていき、以下に説明する各工程が供給されていくウェブ状の積層体５０に対して施され
ていくことが好ましい。あるいは、基材フィルム３２を巻き取ったロールから当該基材フ
ィルム３２が繰り出されていき、又は、基材フィルム３２並びに第１および第２の透明導
電層５２ａ，５２ｂからなる中間積層体を巻き取ったロールから当該中間積層体が繰り出
されていき、当該基材フィルム３２または当該中間積層体から積層体５０が作製されてい
くとともに、作製された積層体５０に対して以下に説明する各工程が施されていくことも
好ましい。
【００７３】
　次に、図６および図５Ｂに示すように、積層体５０の一方の側の面５０ａ上に第１感光
層５６ａを形成するとともに、積層体５０の他方の側の面５０ｂ上に第２感光層５６ｂを
形成する（工程Ｓ２）。第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂは、特定波長域の光、
例えば紫外線に対する感光性を有している。具体的には、積層体５０の表面上にコーター
を用いて感光性材料をコーティングすることによって、感光層５６ａ，５６ｂを形成する
ことができる。
【００７４】
　その後、図６および図５Ｃに示すように、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを
同時に露光する（工程Ｓ３）。
【００７５】
　具体的には、まず、図５Ｃ（ａ）に示すように、第１感光層５６ａ上に第１マスク５８
ａを配置するとともに、第２感光層５６ｂ上に第２マスク５８ｂを配置する。第１マスク
５８ａは、形成されるべき第１透明導電体４０のパターンに対応した所定のパターンを有
し、第２マスク５８ｂは、形成されるべき第２透明導電体４５のパターンに対応した所定
のパターンを有している。また、第１マスク５８ａのパターンと第２マスク５８ｂのパタ
ーンは、互いに異なるパターンとなっている。
【００７６】
　なお、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂの位置決めは、第１マスク５８ａおよ
び第２マスク５８ｂのそれぞれに設けられたアライメントマーク５９ａを基準にして行わ
れ得る。このような方法によれば、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対
して、例えばミクロン単位のオーダーで極めて精度良く、且つ、極めて容易に（したがっ
て、短時間で）位置決めすることが可能となる。
【００７７】
　次に、図５Ｃ（ａ）に示すように、この状態で、第１感光層５８ａおよび第２感光層５
８ｂの感光特性に対応した露光光（例えば、紫外線）を、マスク５８ａ，５８ｂを介して
感光層５６ａ，５６ｂに照射する。この結果、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂ
が互いに異なるパターンで同時に露光される。
【００７８】
　図示された例においては、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂがポジ型の感光層
となっている。したがって、第１感光層５６ａは、第１透明導電体４０を形成するために
エッチングで除去される部分のパターンに対応したパターンで露光光を照射され、第２感
光層５６ｂは、第２透明導電体４５を形成するためにエッチングで除去される部分のパタ
ーンに対応したパターンで露光光を照射される。図５Ｃ（ａ）に示すように、第１感光層
５６ａに照射された露光光は第１感光層５６ａを透過して積層体（ブランクス）５０に照
射され、第２感光層５６ｂに照射された露光光は第２感光層５６ｂを透過して積層体５０
に照射される。
【００７９】
　ただし、積層体５０は露光光を遮光する第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５
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４ｂを有している。したがって、第１感光層５６ａを透過した露光光源からの光は第１遮
光導電層５４ａによって遮光され第２感光層５６ｂに到達することはなく、同様に、第２
感光層５６ｂを透過した露光光源からの光は第２遮光導電層５４ｂによって遮光され第１
感光層５６ａに到達することはない。つまり、第１感光層５６ａを露光するために所定の
パターンで照射される露光光が第１遮光導電層５４ａによって遮光されるため、当該所定
のパターンの露光光が第２感光層５６ｂに照射されることはない。同様に、第２感光層５
６ｂを露光するために所定のパターンで照射される露光光が第２遮光導電層５４ｂによっ
て遮光されるため、当該所定のパターンの露光光が第１感光層５６ａに照射されることは
ない。この結果、この露光工程Ｓ３において、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂ
を、それぞれ所望のパターンで精度良く同時に露光することができる。
【００８０】
　次に、図６および図５Ｄに示すように、露光された第１感光層５６ａおよび第２感光層
５６ｂを現像する（工程Ｓ４）。具体的には、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂ
に対応した現像液を用意し、この現像液を用いて、第１感光層５６ａおよび第２感光層５
６ｂを現像する。これにより、図５Ｄに示すように、第１感光層５６ａおよび第２感光層
５６ｂのうちの、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂによって遮光されることなく
露光光源からの光を照射された部分が除去され、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６
ｂが所定のパターンにパターニングされる。
【００８１】
　その後、図６および図５Ｅに示すように、パターニングされた第１感光層５６ａをマス
クとして第１遮光導電層５４ａをエッチングするとともに、パターニングされた第２感光
層５６ｂをマスクとして第２遮光導電層５４ｂをエッチングする（工程Ｓ５）。このエッ
チングにより、第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５４ｂが、それぞれ、第１感
光層５６ａおよび第２感光層５６ｂのパターンと略同一のパターンにパターニングされる
。例えば、遮光導電層５４ａ，５４ｂがアルミニウムやモリブデンからなる場合には、燐
酸、硝酸、酢酸、水を５：５：５：１の割合で配合してなる燐硝酢酸（水）をエッチング
液として用いることができる。また、遮光導電層５４ａ，５４ｂが銀からなる場合には、
燐酸、硝酸、酢酸、水を４：１：４：４の割合で配合してなる燐硝酢酸（水）をエッチン
グ液として用いることができる。さらに、遮光導電層５４ａ，５４ｂがクロムからなる場
合には、硝酸セリウムアンモニウム、過塩素酸、水を１７：４：７０の割合で配合してな
るエッチング液を用いることができる。
【００８２】
　次に、図６および図５Ｆに示すように、パターニングされた第１感光層５６ａおよび第
１遮光導電層５４ａをマスクとして、第１透明導電層５２ａをエッチングするとともに、
パターニングされた第２感光層５６ｂおよび第２遮光導電層５４ｂをマスクとして、第２
透明導電層５２ｂをエッチングする（工程Ｓ６）。例えば、塩化第二鉄をエッチング液と
して用いることにより、ＩＴＯからなる第１透明導電層５２ａが第１感光層５６ａおよび
第１遮光導電層５４ａのパターンと略同一のパターンにパターニングされるとともに、Ｉ
ＴＯからなる第２透明導電層５２ｂが第２感光層５６ｂおよび第２遮光導電層５４ｂのパ
ターンと略同一のパターンにパターニングされる。すなわち、第１透明導電層５２ａおよ
び第２透明導電層５２ｂが両面同時にエッチングされる。
【００８３】
　その後、図６および図５Ｇに示すように、パターニングされて第１遮光導電層５４ａ上
に残留している第１感光層５６ａ、および、パターニングされて第２遮光導電層５４ｂ上
に残留している第２感光層５６ｂを除去する（工程Ｓ７）。例えば、２％水酸化カリウム
等のアルカリ液を用いることにより、残留している第１感光層５６ａが除去され、パター
ニングされた第１遮光導電層５４ａが露出するとともに、残留している第２感光層５６ｂ
が除去され、パターニングされた第２遮光導電層５４ｂが露出するようになる。
【００８４】
　次に、図６および図５Ｈに示すように、パターニングされた第１遮光導電層５４ａ上に
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さらなる感光層として第３の感光層５６ｃを形成するとともに、パターニングされた第２
遮光導電層５４ｂ上にさらなる感光層として第４の感光層５６ｄを形成する（工程Ｓ８）
。図示する例において、作製中のタッチパネルセンサ３０（積層体５０）を一方の側から
覆うように第３感光層５６ｃが形成され、作製中のタッチパネルセンサ３０（積層体５０
）を他方の側から覆うように第４感光層５６ｄが形成されている。第３感光層５６ｃおよ
び第４感光層５６ｄは、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂと同様に、特定波長域
の光、例えば紫外線に対する感光性を有している。また、第１感光層５６ａおよび第２感
光層５６ｂと同様に、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄは、積層体５０の表面上
にコーターを用いて感光性材料をコーティングすることによって形成され得る。
【００８５】
　その後、図６および図５Ｉに示すように、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄを
同時に露光する（工程Ｓ９）。
【００８６】
　この工程では、まず図５Ｉ（ａ）に示すように、第３感光層５６ｃ上に第３のマスク５
８ｃを配置するとともに、第４感光層５６ｄ上に第４のマスク５８ｄを配置する。第３マ
スク５８ｃは、パターニングされた第１遮光導電層５４ａのうちの、第１取出導電体４３
を形成するために除去されるべき部分に対応した所定のパターンを有し、第４マスク５８
ｄは、パターニングされた第２遮光導電層５４ｂのうちの、第２取出導電体４８を形成す
るために除去されるべき部分に対応した所定のパターンを有している。図示する例におい
て、第３マスク５８ｃは、アクティブエリアＡａ１に対応して形成されたパターン、より
詳細には、アクティブエリアＡａ１よりも少し大きめに形成された透光領域を有している
。また、図示する例において、第４マスク５８ｄは、第３マスク５８ｃと同一のパターン
を有している。
【００８７】
　なお、第３マスク５８ｃの位置決めは、例えば、上述した第１遮光導電層５４ａをパタ
ーニングする際に位置決め用のアライメントマークを形成しておき、この第１遮光導電層
５４ａから形成されたアライメントマークを基準として実施され得る。この方法によれば
、第１遮光導電層５４ａおよび第１透明導電層５２ａのパターンに対して、第３マスク５
８ｃを高精度に位置決めすることができる。また、同様の位置決め方法を第４マスク５８
ｄの位置決めに採用することができ、これにより、第２遮光導電層５４ｂおよび第２透明
導電層５２ｂのパターンに対して、第４マスク５８ｄを高精度に位置決めすることができ
る。
【００８８】
　次に、図５Ｉ（ａ）に示すように、第３マスク５８ｃおよび第４マスク５８ｄを配置し
た状態で、第３感光層５８ｃおよび第４感光層５８ｄの感光特性に対応した露光光（例え
ば、紫外線）を、マスク５８ｃ，５８ｄを介して感光層５６ｃ，５６ｄに照射する。この
結果、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄが同一のパターンで同時に露光される。
図示された例においては、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂがポジ型の感光層と
なっている。そして、第３マスク５８ｃおよび第４マスク５８ｄは、アクティブエリアＡ
ａ１に対面する領域を含む透光領域を有している。したがって、第３感光層５６ｃおよび
第４感光層５６ｄは、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲に露光光を
照射される。図５Ｉ（ａ）に示すように、第３感光層５６ｃに照射される露光光源からの
光のパターンは、第４感光層５６ｄに照射される露光光のパターンと同一になっている。
したがって、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄを予定したパターンで精度良く同
時に露光することができる。
【００８９】
　次に、図６および図５Ｊに示すように、露光された第３感光層５６ｃおよび第４感光層
５６ｄを現像する（工程Ｓ１０）。具体的には、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６
ｄに対応した現像液を用意し、この現像液を用いて、第３感光層５６ｃおよび第４感光層
５６ｄを現像する。これにより、図５Ｊに示すように、第３感光層５６ｃおよび第４感光
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層５６ｄのうちの、第３マスク５８ｃおよび第４マスク５８ｄによって遮光されることな
く露光光を照射された部分が除去される。すなわち、第３感光層５６ｃおよび第４感光層
５６ｄのうちの、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲の領域が除去さ
れ、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄは非アクティブエリアＡａ２に対面する領
域のみに残留するようになる。
【００９０】
　その後、図６および図５Ｋに示すように、パターニングされた第３感光層５６ｃをマス
クとしてパターニングされた第１遮光導電層５４ａをエッチングするとともに、パターニ
ングされた第４感光層５６ｄをマスクとして第パターニングされた第２遮光導電層５４ｂ
をエッチングする（工程Ｓ１１）。この工程では、遮光導電層５４ａ，５４ｂに対して浸
食性を有するエッチング液であって、透明導電層５２ａ，５２ｂに対して浸食性を有さな
い、または、透明導電層５２ａ，５２ｂに対して浸食性が弱いエッチング液が、用いられ
る。遮光導電層５４ａ，５４ｂを除去することによって露出する透明導電層５２ａ，５２
ｂのパターンを損なわないようにするためである。すなわち、この工程Ｓ１１で用いられ
るエッチング液は、所望の層（遮光導電層５４ａ，５４ｂ）を選択的にエッチングし得る
ように選択される。具体例として、上述した燐硝酢酸（水）や硝酸セリウム系のエッチン
グ液は、所定の金属からなる遮光導電層５４ａ，５４ｂに対してエッチング性を有するも
のの、ＩＴＯ等からなる透明導電層５２ａ，５２ｂに対してエッチング性を有さないため
、この工程において好適に用いられ得る。
【００９１】
　この工程Ｓ１１でのエッチングにより、パターニングされた第１遮光導電層５４ａのう
ちの、少なくともアクティブエリアＡａ１に対面する位置に配置された部分が除去される
。同様に、パターニングされた第２遮光導電層５４ｂのうちの、少なくともアクティブエ
リアＡａ１に対面する位置に配置された部分が除去される。これにより、図５Ｋ（ｂ）に
示すように、基材フィルム３２および透明導電層５２ａ，５２ｂのみがアクティブエリア
Ａａ１に残留するようになり、アクティブエリアＡａ１はその全領域に亘って透光性を有
するようになる。
【００９２】
　このようにして、第１遮光導電層５４ａのうちの第３感光層５６ｃによって覆われてい
ない部分が除去されることにより、第１透明導電層５２ａが露出する。露出した第１透明
導電層５２ａは、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲に位置している
。アクティブエリアＡａ１に対面する領域に位置する第１透明導電層５２ａは、所定のパ
ターンを有し第１透明導電体４０の第１センサ部４１を形成し、非アクティブエリアＡａ
２に露出した第１透明導電層５２ａは、所定のパターンを有し第１透明導電体４０の第１
センサ部４２の一部分を形成するようになる。
【００９３】
　同様に、第２遮光導電層５４ｂのうちの第４感光層５６ｄによって覆われていない部分
が除去されることにより、第２透明導電層５２ｂが露出する。露出した第２透明導電層５
２ｂは、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲に位置している。アクテ
ィブエリアＡａ１に対面する領域に位置する第２透明導電層５２ｂは、所定のパターンを
有し第２透明導電体４５の第２センサ部４２を形成し、非アクティブエリアＡａ２に露出
した第２透明導電層５２ｂは、所定のパターンを有し第２透明導電体４５の第２センサ部
４７の一部分を形成するようになる。
【００９４】
　次に、図６および図５Ｌに示すように、パターニングされて第１遮光導電層５４ａ上に
残留している第３感光層５６ｃ、および、パターニングされて第２遮光導電層５４ｂ上に
残留している第４感光層５６ｂを除去する（工程Ｓ１２）。例えば、上述したアルカリ液
を用いることにより、残留している第３感光層５６ｃが除去され、パターニングされた第
１遮光導電層５４ａが露出するとともに、残留している第４感光層５６ｄが除去され、パ
ターニングされた第２遮光導電層５４ｂが露出するようになる。
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【００９５】
　露出した第１遮光導電層５４ａは、所定のパターンを有し第１取出導電体４３を形成す
るようになる。形成された第１取出導電体４３と基材フィルム３２との間には、第１透明
導電層５２ａからなる第１透明導電体４０の第１端子部４２が形成されている。上述した
ように、また、図３Ｂに示すように、このようにして形成された第１取出導電体４３は基
材フィルム３２から離間して第１端子部４２上に位置するようになる。このため、第１端
子部４２は、第１取出導電体４３と基材フィルム３２との間で側方に露出させている。
【００９６】
　同様に、露出した第２遮光導電層５４ｂは、所定のパターンを有し第２取出導電体４８
を形成するようになる。形成された第２取出導電体４８と基材フィルム３２との間には、
第２透明導電層５２ｂからなる第２透明導電体４５の第２端子部４７が形成されている。
このようにして形成された第２取出導電体４８は基材フィルム３２から離間して第２端子
部４７上に位置するようになる。このため、第２端子部４７は、第２取出導電体４８と基
材フィルム３２との間で側方に露出させている。
【００９７】
　以上のようにして上述した構成のタッチパネルセンサ３０を得ることができる。
【００９８】
　なお、上述したように、基材フィルム３２、積層体５０、あるいは、基材フィルム３２
並びに第１および第２透明導電層５２ａ，５２ｂからなる中間積層体等の元材がウェブ状
であるとともにロールに巻き取られた状態で準備される場合には、ロールからウェブ状の
元材を繰り出すとともに、繰り出された元材に対して上述の各工程を施していくようにし
てもよい。この場合、多数のタッチパネルセンサ３０が基材フィルム３２を介して互いに
接続された状態で形成されていくようになる。そして、このようにして作製されたウェブ
状のタッチパネルセンサ３０は、取り扱い（搬送や出荷等）の便宜上、保護用の合紙と重
ね合わせてロールに巻き取られるようにしてもよい。ロールに巻き取られたタッチパネル
センサ３０は、必要に応じて、当該ロールから繰り出されるとともに枚葉状に断裁され得
る。
【００９９】
　なお、ウェブ状のタッチパネルセンサ３０をロールに巻き取る際には、ウェブ状のタッ
チパネルセンサ３０の両側に合紙を配置して巻き取ってもよいし、あるいは、ウェブ状の
タッチパネルセンサ３０の片側だけに合紙を配置して巻き取ってもよい。
【０１００】
　以上に説明した製造方法によれば、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂが同時に
露光される。この感光層の両面同時露光プロセスにおいては、図５Ｃ（ａ）に示すように
、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂのそれぞれにアライメントマーク５９ａを設
けておくことにより、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対して、例えば
ミクロン単位のオーダーで極めて精度良く、且つ、極めて容易に（したがって、短時間で
）位置決めすることが可能となる。この結果、タッチパネルセンサ３０において、第１透
明導電体４０および第２透明導電体４５の両方が基材フィルム３２上に極めて精度良く効
率的に位置決めされるようになる。
【０１０１】
　その一方で、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを一つずつ順に露光する場合に
は、精度良く且つ容易に、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５を作製すること
ができない。第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の両方を精度良く作製しよう
とすると、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の一方をアライメントマークと
ともに基材フィルム３２上に形成し、その後、この基材フィルム３２上に形成されたアラ
イメントマークに対し、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の他方の形成に用
いられるマスクを位置決めすることになる。すなわち、少なくとも露光工程および現像工
程を、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂのそれぞれに対して別個に行う必要が生
じる。このため、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５を効率良く短時間で容易
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に形成することができない。
【０１０２】
　また、アライメントマークを用いることなく、例えば基材フィルム３２の端部を基準と
して第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを位置決めしながら第１透明導電体４０お
よび第２透明導電体４５を露光することも可能である。この方法によれば、第１感光層５
６ａおよび第２感光層５６ｂに対する露光工程および現像工程を同時に行うことができる
。しかしながら、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の位置決め精度は、基材
フィルム３２の外形精度に依存してしまう。一般的に、この方法によれば、第１透明導電
体４０および第２透明導電体４５の位置決め精度は、最高でも数十ミクロン単位でしか期
待することができない。
【０１０３】
　これらのことから、以上に説明してきた本実施の形態の製造方法によれば、第１透明導
電体４０および第２透明導電体４５を互いに対して容易かつ精度良く位置決めすることが
できる。具体的には、本実施の形態によれば、タッチパネルセンサ３０の上面視において
、つまり、タッチパネルセンサ３０をその法線方向から観察した場合、第１センサ部４１
の略正方形形状からなる膨出部４１ｂと、第２センサ部４６の略正方形形状からなる膨出
部４６ｂと、の互いに平行な外輪郭の隙間Ｇ（パターンギャップとも呼ばれる、図３Ａ参
照）を、安定して、１００μｍ以下とすることができた。その一方で、従来の二枚のフィ
ルムを貼り合わせる方法では、このパターンギャップＧは、２００μｍ以上となってしま
う。この結果、本実施の形態によれば、接触（接近）位置を検出し得るアクティブエリア
Ａａ１の全領域に対する、タッチパネルセンサ３０をその法線方向から観察した場合に第
１センサ部４１および第２センサ部４６の少なくとも一方が配置されている領域の割合を
、百分率で、９５％以上にすることができた。
【０１０４】
　また、取出配線３７ｂが、導電率の低い透明導電体４０，４５の端子部４２，４７だけ
でなく、導電率の高い取出導電体４３，４８を含んでいる。したがって、取出配線３７ｂ
の線幅を細くすることが可能となり、取出配線３７ｂの配置スペース、すなわち、非アク
ティブエリアＡａ２の面積を小さくすることができる。
【０１０５】
　とりわけ、上述した方法によれば特別な位置決め処理等を行うことなく、図３Ｂに示す
ように、取出導電体４３，４８が、透明導電体４０，４５の端子部４２，４７上に配置さ
れているだけで、透明導電体４０，４５の端子部４２，４７の側方まで延びていないよう
にすることができる。一方、例えば、従来頻繁に用いられてきたスクリーン印刷で、透明
導電体４０，４５の端子部４２，４７上に高導電率材料から取出導電体４３，４８を形成
した場合、図１１に示すように、透明導電体４０，４５は端子部４２，４７の側方から基
材フィルム３２上まで延び広がってしまう。このような従来の取出配線と比較して本実施
の形態の取出配線３７ｂによれば、同一量の高導電率材料を用いて取出導電体を形成する
と、取出配線３７ｂの導電率を同一に保ちながら線幅を大幅に狭くすることができる。
【０１０６】
　また、本実施の形態による取出導電体４３，４８および透明導電体４０，４５の端子部
４２，４７は、フォトリソグラフィー技術により形成されているため、スクリーン印刷等
による従来の方法と比較して、極めて精度良く所望の位置に所望の形状で形成することが
できる。さらに、本実施の形態によれば、図１１に示す従来の取出配線とは異なり、高導
電率の取出導電体４３，４８が透明導電体４０，４５は端子部４２，４７の側方まで覆っ
て基材フィルム３２上まで延びることはないので、エレクトロマイグレーションの可能性
を低減することもできる。これらのことから、取出配線３７ｂの配置ピッチを大幅に短く
することができ、これにより、取出配線３７ｂの配置スペース、すなわち、非アクティブ
エリアＡａ２の面積を小さくすることができる。
【０１０７】
　ところで、以上に説明してきた本実施の形態の製造方法によれば、透明導電体４０，４
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５の端子部４２，４７が取出導電体４３，４８によって側方から遮光されないようにする
だけでなく、図３Ｂに示すように、取出導電体４３，４８の幅が、当該取出導電体４３，
４８によって覆われている透明導電体４０，４５の端子部４２，４７の部分の幅よりも狭
くなるようにすることもできる。すなわち、基材フィルム３２のフィルム面の法線方向か
ら観察した場合に、取出導電体４３，４８は透明導電体４０，４５上のみに配置されてい
る、言い換えると、取出導電体４３，４８は、透明導電体４０，４５の端子部４２，４７
が配置されている領域内のみに配置されているようにすることができる。このような構成
によれば、上述したセンサ電極３６ａと検出制御部２５との間の導通の確保をより安定さ
せることができる。また、エレクトロマイグレーションの可能性をさらに低減することが
できるため、取出配線３７ｂの配置ピッチをさらに短くして、非アクティブエリアＡａ２
の面積を小さくすることができる。
【０１０８】
　以下、上述した製造方法で取出配線３７ｂを形成した場合に、取出配線３７ｂの取出導
電体４３，４８の幅が、当該取出導電体４３，４８によって覆われている透明導電体４０
，４５の端子部４２，４７の部分の幅よりも狭くなるようになる推定メカニズムについて
、主に図７を参照しながら、説明するが、本発明はこの推定メカニズムに限定されるもの
ではない。
【０１０９】
　従来の二枚のフィルムを貼り合わせてタッチパネルセンサを作製する方法において、フ
ォトリソグラフィー技術を用いてフィルム上に透明導電体の端子部を形成する場合、透明
導電体をなすようになる透明導電層上に感光層が直接配置されるようになる。一方、本実
施の形態によれば、透明導電体４０，４５をなすようになる透明導電層５２ａ，５２ｂ上
に遮光導電層５４ａ，５４ｂが配置されている。一般的に、透明導電層をエッチングする
ためのエッチング液（例えば、塩化第二鉄）に対し、感光層（レジスト層）は高い耐浸食
性を有している。しかしながら、金属等からなる遮光導電層５４ａ，５４ｂは、ＩＴＯ等
の透明導電層５２ａ，５２ｂ用のエッチング液によって、エッチングされ得る。
【０１１０】
　したがって、図７に示すように、透明導電層５２ａ，５２ｂをエッチングする工程Ｓ６
において、透明導電層５２ａ，５２ｂが縦方向（基材フィルムの法線方向）にエッチング
される際に、遮光導電層５４ａ，５４ｂは感光層５６ａ，５６ｂによって覆われていない
側方から横方向（基材フィルム３２のシート面に沿った方向）にエッチングされ得る。そ
の一方で、感光層は、この工程Ｓ６で用いられるエッチング液に対して高い耐浸食性を有
しているため、横方向へ大きくエッチングされることはない。以上のような理由から、本
実施の形態の製造方法で作製されたタッチパネルセンサ３０によれば、取出導電体４３，
４８の幅を、当該取出導電体４３，４８によって覆われている透明導電体４０，４５の端
子部４２，４７の部分の幅よりも狭くすることが可能となる。
【０１１１】
　またさらに、第１感光層５２ａおよび第２感光層５２ｂを異なるパターンで同時露光す
る際に、互いの露光光パターンが影響し合うことを回避するために使用された遮光層（被
覆導電層）５４ａ，５４ｂから取出導電体４３，４８が作製されている。このような方法
によれば、タッチパネルセンサ３０の作製に必要となる材料コスト低減させることが可能
となる。さらに、タッチパネルセンサ３０の作製効率を極めて効果的に向上させることも
可能となり、またこれにともなって、タッチパネルセンサ３０の作製コストを削減するこ
とが可能となる。すなわち、上述した優れたタッチパネル３０（タッチパネル装置２０）
を高い生産効率および安い製造コストで作製することが可能となる。
【０１１２】
　以上のようにして得られたタッチパネルセンサ３０を表示装置１５に接着層１９を介し
て接合するとともに、保護カバー１２をタッチパネルセンサ３０に接着層１５を介して接
合することにより、図１および図２に示された入出力装置１０が得られる。次に、この入
出力装置１０を使用する際の作用について説明する。
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【０１１３】
　まず、このような入出力装置１０においては、表示装置１５の表示パネル１６によって
映像を表示することによって、観察者は、保護カバー１２およびタッチパネルセンサ３０
を介して映像を観察することができる。
【０１１４】
　また、この入出力装置１０において、タッチパネルセンサ３０および保護カバー１２が
タッチパネル装置２０の一部分を構成し、外部導体５、典型的には人間の指５が保護カバ
ー１２上に接触（接近）したこと検知することができるとともに、保護カバー１２上にお
ける外部導体５が接触（接近）した位置を検出することができる。
【０１１５】
　具体的には、まず、外部の導体（例えば、人間の指）５が保護カバー１２に接触すると
、当該外部導体５と、外部導体５による保護カバー１２への接触位置の近傍に位置する電
極部４０，４５の各導電体４１，４６と、が電極として機能し、電界が形成される。この
際、センサ電極３７ａを構成する透明導電体４０，４５のセンサ部４１，４６と、外部導
体５と、の間に位置する保護カバー１２および基材フィルム３２等は誘電体として機能す
る。すなわち、外部導体５が保護カバー１２に接触することにより、センサ部４１，４６
と外部導体５とを電極とするコンデンサが形成される。
【０１１６】
　タッチパネル装置２０の検出制御部２５の検出回路は、各センサ部４１，４６に接続さ
れ、各センサ部４１，４６と外部導体５との間の静電容量を検出することができるように
なっている。そして、検出制御部２５が、各センサ部４１，４６と外部導体５との間の静
電容量の変化を検出することによって、外部導体５がいずれの第１センサ部４１に対面し
ているか、並びに、外部導体５がいずれの第２センサ部４６に対面しているかを特定する
ことができる。
【０１１７】
　すなわち、検出制御部２５の検出回路は、アクティブエリアＡａ１において前記一方向
に並べて配列された第１透明導電体４０に含まれる多数の第１センサ部４１のうちの外部
導体５と対面している第１センサ部（線状導電体）を特定することによって、前記一方向
に延びる座標軸上における外部導体５の位置を特定することができる。同様に、検出制御
部２５の検出回路は、アクティブエリアＡａ１において前記他方向に並べて配列された第
２透明導電体４５に含まれる多数の第２センサ部４６のうちの外部導体５と対面している
第２センサ部（線状導電体）を特定することによって、前記他方向に延びる座標軸上にお
ける外部導体５の位置を特定することができる。このようにして、タッチパネル装置２０
（保護カバー１２）への外部導体５の接触位置を二つの方向において検出することにより
、外部導体５のタッチパネル装置２０の表面への接触位置の位置座標を、タッチパネル装
置２０の表面上で精度良く特定することができる。なお、投影型容量結合方式のタッチパ
ネルにおいて接触位置を検出する様々な方法（原理）が、種々の文献に開示されており、
本明細書では、これ以上の説明を省略する。
【０１１８】
　上述の製造方法にしたがって作製されたタッチパネルセンサ３０においては、センサ電
極３７ａおよび取出配線３７ｂが単一体としての基材フィルム３２の両側に形成されてい
る。すなわち、接着剤等を介して接合された複数枚のフィルムの接合体等を基材フィルム
として用いていない。この結果、タッチパネルセンサ３０全体としての透光率を向上させ
ることができる。また、照明等の環境光（外光）や映像光等を反射し得る界面の数を減じ
ることができるので、環境光の反射を抑制して表示装置１５に表示される映像のコントラ
ストを向上させることができる。これらにより、タッチパネルセンサ３０を表示装置１０
の表示面１６上に配置した場合に、表示装置１０の表示画像を大きく劣化させてしまうこ
とを防止することができる。さらに、タッチパネルセンサ３０および入出力装置１０の総
厚みを減じることができる。
【０１１９】
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　また、図２に示すように、センサ電極３７ａを構成する第１透明導電体４０の第１セン
サ部４１および第２透明導電体４５の第２センサ部４６は、タッチパネルセンサ３０（保
護カバー１２）の法線方向に沿って異なる位置に配置されている。具体的には、第２透明
導電体４５の第２センサ部４６は、第１透明導電体４０の第１センサ部４１よりも保護カ
バー１２から基材フィルム３２の厚み分だけ離間した位置に配置されている。しかしなが
ら、上述したように、本実施の形態における基材フィルム３２は単一体のフィルムとして
構成されている。さらに、この基材フィルム３２は、上述した特許文献（特開平４－２６
４６１３号公報）に開示された基材フィルムとは異なり、遠紫外線遮光機能等の特別な機
能を要求されてもいない。すなわち、厚みの薄い単一体のフィルムから構成され得る。し
たがって、外部導体５が保護カバー１２へ接触した際に、当該外部導体５と第２透明導電
体４５の第２センサ部４６との間でコンデンサを安定して形成することができるようにな
る。これにより、外部導体５の保護カバー１２への接触位置（タッチ位置）を、第１透明
導電体４０の第１センサ部４１によってだけでなく、第２透明導電体４５の第２センサ部
４６によっても、極めて感度良く正確に検出することが可能となる。
【０１２０】
　また、本実施の形態によれば、図３に示すように、第１透明導電体４０の第１センサ部
４１はライン部４１ａと膨出部４１ｂとを有し、第２透明導電体４５の第２センサ部４６
はライン部４６ａと膨出部４６ｂとを有している。各センサ部４１，４６において、膨出
部４１ｂ，４６ｂにおける幅は、ライン部４１ａ，４６ａにおける幅と比較して非常に太
くなっている。そして、上述したように、第１透明導電体４０に含まれる第１センサ部４
１の膨出部４１ｂと、第２透明導電体４５に含まれる第２センサ部４６の膨出部４６ｂと
は、基材フィルム３２のフィルム面の法線方向から観察した場合に重ならないように配置
されている。このため、第１透明導電体４０の第１センサ部４１が、接触位置の検出精度
に影響を与え得る程度の広い面積で、外部導体５と第２透明導電体４５の第２センサ部４
６との間に介在することはない。この結果、外部導体５と第２透明導電体４５の第２セン
サ部４６との間で、コンデンサが有効に形成されなくなることを防止することができる。
【０１２１】
　さらに、上述したように、表示装置１５の表示制御部１７とタッチパネル装置２０の検
出制御部２５とは接続されている。検出制御部２５は、外部導体５が保護カバー１２上の
所定の位置に接触することによって入力された情報を、表示制御部１７へ送信することが
できる。表示制御部１７は、検出制御部２５で読み取られた入力情報に基づいて、当該入
力情報に対応した映像を表示装置１５の表示パネル１６に表示することもできる。すなわ
ち、出力手段としての表示機能および入力手段としてのタッチ位置検出機能により、入出
力装置１０の使用者（操作者）と当該入出力装置１０との間で、対話形式での情報の直接
的なやりとり（例えば、使用者の表示装置１０に対する指示および表示装置１０による当
該指示の実行）を実現することができる。
【０１２２】
　そして、上述したように、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５が、感光層５
６ａ，５６ｂの両面同時露光プロセス（工程Ｓ３）を経て、基材フィルム３２上にパター
ニングされている場合、センサ電極３７ａを構成する第１透明導電体４０の各第１センサ
部４１および第２透明導電体４５の各第２センサ部４６が互いに対して精度良く位置決め
されるようになる。結果として、第１透明導電体４０の各第１センサ部４１および第２透
明導電体４５の各第２センサ部４６の両方を、表示装置１５に対して精度良く位置決めす
ることが可能となる。この場合、外部導体５の保護カバー１２への接触位置を表示装置１
５を基準として精度良く検出することができる。この結果、表示装置１５に表示される映
像情報に対応した入力を高分解能で高精度に検出することができ、これにより、入出力装
置１０の使用者（操作者）と当該入出力装置１０との間での対話形式での情報交換が極め
て円滑に進められるようになる。
【０１２３】
　以上のような本実施の形態によれば、感光性を有した第１感光層５６ａおよび第２感光
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層５６ｂとの間に、遮光性を有した遮光導電層５４ａ，５４ｂが配置されている。したが
って、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを、異なるパターンで、高精度に露光す
ることができ、これにより、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを、互いに異なる
所望のパターンで極めて精度良くパターニングすることができる。また、第１感光層５６
ａの露光および第２感光層５６ｂの露光は、第１マスク５８ａを第１感光層５６ａ上に配
置するとともに第２マスク５８ｂを第２感光層５６ｂ上に配置した状態で行われる。この
場合、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対して容易に精度良く位置決め
することができ、これにより、第１感光層５６ａのパターンおよび第２感光層５６ｂのパ
ターンを互いに対して極めて精度良く位置決めすることができる。結果として、得られた
タッチパネルセンサ３０の第１透明導電体４０および第２透明導電体４５を所望のパター
ンで高精度に形成することができるとともに、第１透明導電体４０および第２透明導電体
４５を互いに対して高精度に位置決めすることができる。したがって、このタッチパネル
センサ３０を用いることにより、外部導体（典型的には、指）５が接近または接触した平
面上の位置を精度良く検出することができる。
【０１２４】
　また、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対して容易に位置決めするこ
とができるとともに、第１感光層５６ａの露光および第２感光層５６ｂの露光を同時に行
うことができる。したがって、タッチパネルセンサ３０を極めて効率的に製造することが
でき、これにより、タッチパネルセンサ３０の製造コストを大幅に低下させることができ
る。
【０１２５】
　さらに、基材フィルム３２に特別な機能（例えば、特定波長域の光に対する遮光機能）
が要求されないことから、表示装置等に用いられている通常の単一体としてのフィルム材
を基材フィルム３２として用いることができる。したがって、厚さの厚いフィルムや、接
着剤等を介して接合された複数枚のフィルムの積層体等を基材フィルムとして用いる必要
がない。これにより、第１透明導電体４０と第２透明導電体４５との離間間隔が短くなる
ので、第１透明導電体４０だけでなく、第２透明導電体４５による接触位置または接近位
置の検出感度を向上させることができる。また、タッチパネルセンサ３０の透光率を向上
させることができ、これにより、タッチパネルセンサ３０を表示装置１５の表示面１６ａ
上に配置した場合に、表示装置１５の表示画像を大きく劣化させてしまうことを防止する
ことができる。
【０１２６】
　さらに、上述した実施の形態において、透明導電層５２ａ，５２ｂ上に配置され透明導
電層５２ａ，５２ｂとともにパターニングされた遮光導電層５４ａ，５４ｂが取出配線３
７ｂの一部として利用されている。具体的には、透明導電層５２ａ，５２ｂと同一のパタ
ーンにパターニングされるとともにその後一部分を除去された遮光導電層５４ａ，５４ｂ
からなる取出導電体４３，４８が、パターニングされた透明導電層５２ａ，５２ｂからな
る透明導電体４０，４５とともに、取出配線３７ｂを形成している。
【０１２７】
　このような方法で作製された取出配線３７ｂは、取出導電体４３，４８によって高い導
電率（電気伝導率）を確保することができる。また、スクリーン印刷等で作製された従来
の取出配線（図１１参照）とは異なり、取出導電体４３，４８は、透明導電層５２ａ，５
２ｂ上に配置され、透明導電層５２ａ，５２ｂの側方まで延びていない。これにより、取
出配線３７ｂの線幅を大幅に小さくすることができる。さらに、上述した実施の形態によ
れば、スクリーン印刷等の従来の作製方法とは異なりフォトリソグラフィー技術を用いて
取出導電体３７ｂが形成されているので、安定して高精度に所望のパターンの取出配線３
７ｂを作製することが可能となる。これにより、エレクトロマイグレーションの可能性も
大幅に低下させることができる。以上のことから、本実施の形態によれば、細い線幅の取
出配線３７ｂを短ピッチで並べて形成することが可能となり、これにより、取出配線３７
ｂを配置するために必要となる領域の面積、すなわち、非アクティブエリアＡａ２の面積
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を格段に小さくすることができる。
【０１２８】
　また、取出導電体４３，４８は、低い密着力しか呈し得ない基材フィルム３２には接触
しておらず、高い密着力を呈し得る透明導電体４０，４５にしか接合していない。このた
め、タッチパネルセンサ３０が使用中に変形したとしても、取出導電体４３，４８がタッ
チパネルセンサ３０から剥離する起点が形成されにくくすることができる。また、透明導
電体４０，４５の端子部４２，４７は、取出導電体４３，４８によって側方まで覆われて
おらず、基材フィルム３２と取出導電体４３，４８との間で側方に露出している。すなわ
ち、取出導電体４３，４８による端子部４２，４７の変形の拘束は弱く、端子部４２，４
７は、タッチパネルセンサ３０の変形時に、基材フィルム３２の変形に追従して変形し得
るようになる。これらにより、取出導電体４３，４８が透明導電体４０，４５または基材
フィルム３２から剥離すること、並びに、取出導電体４３，４８とともに端子部４２，４
７が基材フィルム３２から剥離することを、効果的に抑制することができる。結果として
、タッチパネルセンサ３０の検出機能の信頼性を大幅に向上させることができる。
【０１２９】
　さらに、取出導電体４３，４８の形成に用いられる遮光導電層５４ａ，５４ｂは、両面
同時露光工程Ｓ３において遮光層として用いられる層である。このような作製方法によれ
ば、上述したように優れた性能を有するタッチパネルセンサ３０を、極めて効率的かつ安
価に作製することが可能となる。
【０１３０】
　なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、変形
の一例について説明する。
【０１３１】
　例えば、上述した実施の形態において、パターニングされた遮光導電層５４ａ，５４ｂ
の一部分を除去する工程において、遮光導電層５４ａ，５４ｂのうちのアクティブエリア
Ａａ１と、アクティブエリアＡａ１を取り囲むアクティブエリアＡａ１近傍の領域と、に
位置する部分が除去される例を示したが、これに限られない。アクティブエリアＡａ１の
透明性を確保するために遮光性を有した遮光導電層５４ａ，５４ｂを除去するといった観
点からすれば、除去される部分は、アクティブエリアＡａ１内に位置する部分だけとする
ことができる。このような例によれば、タッチパネルセンサ３０のアクティブエリアＡａ
１における透明性を確保しつつ取出導電体４３，４８が配置された領域を拡大して、取出
配線３７ｂの導電率を高めることができる。ただし、さらなる感光層５６ｃ，５６ｄの露
光精度および現像精度のバラツキを許容可能にし、タッチパネルセンサ３０の信頼性を向
上させるといった観点からは、上述した実施の形態の方が優れている。なお、当然に、遮
光導電層５４ａ，５４ｂの除去される部分を変更する場合には、上述した第３マスク５８
ｃおよび第４マスク５８ｄの透過領域のパターンを変更しなければならない。
【０１３２】
　また、上述した実施の形態において、さらなる感光層５６ｃ、５６ｄを現像してパター
ニングする工程において、アクティブエリアＡａ１を四方から周状に取り囲む額縁状に感
光層５６ｃ,５６ｄをパターニングする例を示したが、これに限られない。例えば、透明
導電層５２ａ，５２ｂ（透明導電体４０，４５）上に残留すべきパターンに対応したパタ
ーンで、さらなる感光層５６ｃ、５６ｄを露光（図８Ａ参照）および現像（図８Ｂ参照）
してもよい。図８Ａに示すように、このような変形例においても、遮光性を有した遮光導
電性５４ａ，５４ｂが、異なる側から所定のパターンで照射される露光光源からの光を遮
光する。これにより、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄを異なるパターンでの高
精度に両面同時露光することができる。ただし、さらなる感光層５６ｃ，５６ｄの露光精
度および現像精度のバラツキを許容可能にし、タッチパネルセンサ３０の信頼性を向上さ
せるといった観点からは、上述した実施の形態の方が優れている。なお、図８Ａおよび図
８Ｂに示す変形例において、その他の部分の構成については、上述した実施の形態と同様
に構成され得る。図８Ａおよび図８Ｂにおいて、上述した実施の形態と同一に構成され得
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る部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【０１３３】
　また、上述した実施の形態において、タッチパネルセンサ３０の製造方法の一例を説明
したが、この例に限られない。例えば、透明導電層５２ａ，５２ｂをアニール処理して、
透明導電層５２ａ，５２ｂの結晶化（微結晶化）を進める工程を、途中に設けるようにし
てもよい。
【０１３４】
　通常、ＩＴＯ等の透明導電層は、スパッタリング等による成膜時の温度が適宜調節され
ることによって、結晶化が進められている。すなわち、一般的に、タッチパネルセンサ３
０を作製するための積層体（ブランクス）に含まれた透明導電層５２ａ，５２ｂは、既に
結晶化が進められており、良好な耐薬品性を有している。ただし、その一方で、アモルフ
ァス状態で透明導電層を成膜し、成膜後に１４０°程度の温度でアニール処理を施して、
透明導電層を結晶化（微結晶化とも呼ばれる）することも可能である。
【０１３５】
　この透明導電層５２ａ，５２ｂをアニールする工程は、上述した透明導電層５２ａ，５
２ｂをパターニングする工程Ｓ６よりも後であってパターニングされた遮光導電層５４ａ
，５４ｂの一部分を除去する工程Ｓ１１よりも前に、例えば、さらなる感光層５８ｃ，５
８ｄを現像する工程Ｓ１０と遮光導電層５４ａ，５４ｂの一部分を除去する工程Ｓ１１と
の間に、実施されることが好ましい。例えば、遮光導電層５４ａ，５４ｂの耐薬品性が弱
く、透明導電層５２ａ，５２ｂをパターニングする工程Ｓ６において、既にパターニング
されている遮光導電層５４ａ，５４ｂがエッチングされる可能性がある場合に、アニール
工程を追加することは有効である。
【０１３６】
　具体的には、透明導電層５２ａ，５２ｂをパターニングする工程Ｓ６において、耐薬品
性の低いアモルファス状の透明導電層５２ａ，５２ｂを、浸食性の弱いエッチング液、例
えばシュウ酸でエッチングする。浸食性の弱いエッチング液を用いることにより、耐薬品
性の弱い材料（例えば銀）からなる遮光導電層５４ａ，５４ｂが、透明導電層５２ａ，５
２ｂと感光層５６ａ，５６ｂとの間において横方向（すなわち、基材フィルム３２のシー
ト面に沿った方向）に浸食されることを防止することができる。これにより、透明導電層
５２ａ，５２ｂを極めて高精度にパターニングすることができるようになる。そして、遮
光導電層５４ａ，５４ｂの一部分を除去する工程Ｓ１１の前に、アニール処理によって透
明導電層５２ａ，５２ｂの耐薬品性を上げておくことにより、遮光導電層５４ａ，５４ｂ
の一部分を除去する際に、所望の形状にパターニングされた透明導電層５２ａ，５２ｂの
パターンが損なわれてしまうことを効果的に防止することができる。
【０１３７】
　さらに、上述した実施の形態において、タッチパネルセンサ３０を製造するために用い
られる元材としての積層体（ブランクス）５０において、第１遮光導電層５４ａが第１透
明導電層５２ａ上に形成され、第２遮光導電層５４ａが第２透明導電層５２ｂ上に形成さ
れている例を示したがこれに限られない。第１透明導電層５２ａおよび第２透明導電層５
２ｂのうちのいずれか一方の透明導電層上のみに、遮光導電層が形成されていてもよい。
図９（ａ）および図９（ｂ）に示す例においては、上述した第１遮光導電層５４ａが省略
されている。すなわち、元材としての積層体（ブランクス）５０は、基材フィルム３２と
、基材フィルム３２上に配置された第１および第２透明導電体５２ａ，５２ｂと、第２透
明導電体５２ｂ上に配置された第２遮光導電層５４ｂと、を含んでいる。図９（ａ）およ
び図９（ｂ）は、それぞれ、図５Ｃ（ａ）および図５Ｃ（ｂ）に対応しており、第１透明
導電体５６ａ上に配置された第１感光層５６ａと、第２遮光導電層５４ｂ上に配置された
第２感光層５６ｂと、を両面同時露光する工程Ｓ３を示している。図９（ａ）に示すよう
に、所定のパターンで第１感光層５６ａを露光する露光光は、第２遮光導電層５４ｂで遮
光され、第２感光層５６ｂに照射されることはなく、且つ、所定のパターンで第２感光層
５６ｂを露光する露光光は、第２遮光導電層５４ｂで遮光され、第１感光層５６ａに照射
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されることはない。これにより、上述した実施の形態と同様に、遮光導電層５４ａ，５４
ｂを異なるパターンで高精度に両面同時露光することができる。また、上述した実施の形
態と同様の透明導電体４０，４５および第２取出導電体を得ることができる。なお、第１
透明導電層５２ａ上に遮光導電層５４ｂが形成されていないことから、図示する例では、
第１透明導電体４０上に第１取出導電体４３が形成されなくなる。
【０１３８】
　さらに、上述した実施の形態において、第１透明導電体４０の第１センサ部４１はライ
ン部４１ａと膨出部４１ｂとを有し、第２透明導電体４５の第２センサ部４６はライン部
４６ａと膨出部４６ｂとを有している例を示した。また、上述した実施の形態において、
膨出部４１ｂ，４６ｂが平面視略正方形形状に形成されている例を示した。しかしながら
、これに限られず、一例として、膨出部４１ｂ，４６ｂが、平面視において、正方形以外
の菱形等の四角形形状、さらには、多角形形状や円形状等であってもよい。また、センサ
部４１，４６が、膨出部４１ｂ，４６ｂを有さず、直線状の輪郭を有するようにしてもよ
い。
【０１３９】
　さらに、上述した実施の形態において、第１透明導電体４０の第１センサ部４１と、第
２透明導電体４５の第２センサ部４６とが、同一に構成される例を示したが、これに限ら
れない。例えば、図１０に示すように、第２透明導電体４５の第２センサ部４６の線幅ｗ
２が、保護カバー１２（観察者側面）からより近い位置に配置された第１透明導電体４０
の第１センサ部４１の線幅ｗ１よりも太くなるようにしてもよい。このような例によれば
、外部導体５が保護カバー１２へ接触した際に、保護カバー１２（観察者側面）から比較
的に遠い位置に配置された第２透明導電体４５の第２センサ部４６と、当該外部導体５と
、の間でコンデンサを安定して形成することができるようになる。また、保護カバー１２
に接触する外部導体５と第１透明導電体４０の第１センサ部４１との間で形成されるコン
デンサの静電容量と比較して、保護カバー１２に接触する外部導体５と第２透明導電体４
５の第２センサ部４６との間で形成されるコンデンサの静電容量が低くなってしまうこと
を防止することができる。これにより、外部導体５の保護カバー１２への接触位置（タッ
チ位置）を、第１透明導電体４０の第１センサ部４１だけでなく、第２透明導電体４５の
第２センサ部４６によっても、極めて感度良く正確に検出することが可能となる。なお、
図１０に示す変形例において、その他の部分の構成については、上述した実施の形態と同
様に構成され得る。図１０において、上述した実施の形態と同一に構成され得る部分には
同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【０１４０】
　なお、以上において上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、
当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。
【符号の説明】
【０１４１】
１０　入出力装置
１５　表示装置
２０　タッチパネル装置
３０　タッチパネルセンサ
３２　基材フィルム
３２ａ　面（一方の側の面）
３２ｂ　面（他方の側の面）
３３　フィルム本体
３４　機能膜（インデックスマッチング膜）
３４ａ　高屈折率膜
３４ｂ　低屈折率膜
３５　機能膜（低屈折率膜）
３７ａ　センサ電極



(28) JP 4826970 B2 2011.11.30

10

20

３７ｂ　取出配線
４０　第１透明導電体
４１　第１センサ部
４１ａ　ライン部
４１ｂ　膨出部
４２　第１端子部
４３　第１取出導電体
４５　第２透明導電体
４６　第２センサ部
４６ａ　ライン部
４６ｂ　膨出部
４７　第２端子部
４８　第２取出導電体
５０　積層体（ブランクス）
５２ａ　第１透明導電層
５２ｂ　第２透明導電層
５４ａ　第１遮光導電層（第１被覆導電層）
５４ｂ　第２遮光導電層（第２被覆導電層）
５６ａ　第１感光層
５６ｂ　第２感光層
５６ｃ　第３感光層（さらなる感光層）
５６ｄ　第４感光層（さらなる感光層）
５８ａ　第１マスク（第１フォトマスク）
５８ｂ　第２マスク（第２フォトマスク）
５８ｃ　第３マスク（第３フォトマスク）
５８ｄ　第４マスク（第４フォトマスク）
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